
 
 

 

 
 
 
 

 
ケイデンスが提供するSystem-in-Package(SiP)の設計ツール、Cadence® SiP 

Digital 製品は、設計のコンセプト、論理接続情報の管理、配置、配線、IOプラン

ニング、ネット・アサイメントの最適化、wirebondの3Ｄチェックなど、複雑なSiP設計

を容易に行うことが可能にします。 

 

SYSTEM CONNECTIVITY MANAGER 
複数Dieが搭載されるSiPでは、接続情報の管理が 

今まで以上に重要となります。また、レイアウト・ツール 

との連携、ECO対応、論理と配置配線情報の一致を 

とることも必須になります。 

System Connectivity Managerは、SiP Digital  

Architectの中枢となり、SiPの論理接続情報の追加、 

編集、管理を容易に行えます。また、IC Ｄie Verilog  

ネットリストの取り込みが行え、IC設計環境との連携 

もスムーズに行えます。 (参照：図1) 

 

図１: System Connectivity Manager 

 

CHIP INTEGRATION OPTION 
Chip Integration Optionは、Encounter テクノロジをベー

スにDieのバンプ・マトリックス、I/Oパッドリング・アレイ、 

IO セルとバンプ間のネット・アサインと最適化、RDL 

層の配線試行など、IO のプランニングを行うことが 

可能です。IC のアブストラクトをスクラッチから、 

または、デジタル IC 設計チームから LEF/DEF、 

OA データベースを介して取り込むことも可能です。 

(参照：図 2) 

 

２: Chip Integration Option 

 

Die Stacking設計を容易にします。 

(参照：図3) 
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3D DIE STACK EDITOR 
Die Stack Editorは、スペーサーやインターポーザ

を含む複雑な

 

図３: 3D Die Stack Editor 
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3D DESIGN VIEWER ASSEMBLY RULE CHECK/BACK-END DRC 
Cadence 3D Design Viewerは、複雑なICパッケージ 35項目を超えるSiP組み立て、製造ルール・チェッカー 

・デザイン用フル・ソリッド・モデル3D表示と3Ｄワイヤ を使用することで、品質の高い製造データ出力が可能 

ボンドＤＲＣを提供します。(参照：図4) です。(参照:図5) 

  

図 4: 3D Design Viewer 図 5: Assembly Rule Check/Back-End DRC 
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